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平成 24 年 3 月期第 2 四半期（累計）連結業績予想に関するお知らせ 

 
近の業績動向を踏まえ、平成 24 年 3 月期第 2 四半期（累計）連結業績予想を下記の通りお知らせい

たします。 
記 

 
平成 24 年 3 月期第 2 四半期（累計）連結業績予想数値（平成 23 年 4 月 1 日～平成 23 年 9 月 30 日） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期 
純利益 

1 株当たり

四半期 
純利益 

百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭

前 回 発 表 予 想（Ａ） 
－ － － － － 

今 回 修 正 予 想（Ｂ） 8,200 △920 △1,190 △1,210 △66.57

増 減 額（Ｂ－Ａ） － － － － ― 

増 減 率（％） － ― ― ― ― 

（ご参考）前期第 2 四半期実績 
（平成 23 年 3 月期第 2 四半期） 11,902 △19 △355 △415 △22.81

 
業績予想の概要 

半導体組立装置への設備投資は、一部で抑制の動きが見られるなど、直近では減速感が強まっていま

す。当社グループでは、今後、徐々に設備投資は回復すると予想していますが、半導体の需要を左右

する世界経済の先行きについて不確実要素が多いことから、その回復の時期や程度等を見通すことが

難しい状態にあります。 
当社グループは、タイでの自社工場設立準備など、市場のアジアシフトに対応した事業活動のグロー

バル化、現地化とともに、半導体製造の技術革新に貢献する TSV 用フリップチップボンダ、Cu ピラ

ー用フリップチップボンダの開発など、製品技術での差別化により、収益の改善、拡大を図っていま

す。また、グローバル調達の拡大やタイでの委託生産の拡大により、為替レート変動への対応力は向

上しつつあります。これらの施策の実行速度を 大限に高めることで、早期の黒字化の実現に向けて

邁進していますが、収益性の高い企業体質への転換にはまだ相応の時間が必要です。 
このような状況において、市場動向が不透明な現状では、通期の業績予想を合理的に算定することは

困難であると考えます。このため、直近の受注状況など、現時点において当社グループが把握する情

報に基づき、第 2 四半期連結累計期間の業績のみ予測し、開示します。 
なお、為替の想定換算レートは、78 円／米ドルです。 
通期の連結業績予想については、予想の開示が可能となった時点で速やかに開示します。 

 
※本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社グループが現在入手している情

報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は、様々な要因により、

本資料における記述と大きく異なる可能性があります。 
以 上 


